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投资者关系活动记录表 

投资者关

系活动类

别 

 

特定对象调研        分析师会议 

媒体采访             业绩说明会 

新闻发布会          路演活动 

现场参观            电话会议 

其他                

参与单位

名称及人

员姓名 

2024 年第三季度业绩说明会 

会议时间 2024 年 11 月 11 日 11:00-12：00 

会议地点 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 

上市公司

接待人员

姓名 

董事长 黄江先生 

董事、总经理 张亦锋先生 

董事、董事会秘书兼财务总监  辜诗涛先生 

独立董事 郭群女士 

投资者关

系活动主

要内容介

绍 

一、投资者网络文字互动环节 

（1）尊敬的董秘，您好！请问公司产品有没有用在新势力或新能源

汽车上？ 

尊敬的投资者，您好！公司自 2018 年启动了汽车芯片测试能力

的布局，并在同年顺利获得了汽车电子领域的相关认证，与国内汽车

芯片国产化的步伐紧密同步。经过数年的深耕积累，公司已在①计算

及控制类（如发动机、底盘、车身等控制系统的 MCU 和 SoC；中控、

智能座舱、辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶系统等）、②传感器（如雷

达、胎压监测等）、③电源管理系统（BMS）、④通信等车规级芯片

领域取得显著的测试优势。特别是在无人驾驶领域，公司对全天候超

宽光谱叠层图像传感芯片等技术服务进行了重点投入和战略布局。由

于公司测试的汽车芯片覆盖领域较广，且客户的汽车芯片交付于众多

终端车企，因此难以确认终端车企。感谢您对公司的关注。 



(2)尊敬的黄江董事长，您好！公司目前业绩不及预期的情况下，请

问未来的发展战略？ 

尊敬的投资者，您好！公司继续以创新技术提升服务质量和效率

维护存量客户，同时积极拓展新增客户，力求推动测试业务收入快速

增长；管理团队将优化资金运用并提升资金的收益率，进而增强公司

的财务表现。另一方面，公司以“独立第三方晶圆测试、芯片成品测

试等技术服务”为主体，以“晶圆激光开槽、隐切、减薄等技术服务”

为左翼，以“无人驾驶的全天候超宽光谱叠层图像传感芯片等技术服

务”为右翼，旨在打造“一体两翼”的战略布局。感谢您对公司的关

注。 

 

(3)3nm 芯片测试有没有订单？ 

尊敬的投资者，您好。公司近几年不断加大在高端芯片领域的测

试研发投入，尤其是公司的算力芯片测试技术针对先进制程的离散性

难题提供全套测试解决方案，重点解决了功耗比、芯片内阻、大电流

测试电路、测试温度控制等关键技术难点。公司早在 2022 年已掌握

3nm 芯片量产测试技术，并拥有对应订单，但订单具体情况属于公司

商业机密，不方便透露，感谢您对公司的关注！ 

 

(4)请问今年公司能不能扭亏为盈？ 

尊敬的投资者，您好。公司继续以创新技术提升服务质量和效率

维护存量客户，同时积极拓展新增客户，力求推动测试业务收入快速

增长；管理团队将优化资金运用并提升资金的收益率，进而增强公司

的财务表现。公司全年的具体财务情况，您可留意后续披露的相关公

告，感谢您对公司的关注！ 

 


